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复合式影像测量仪通用技术规范

1 范围

本文件规定了复合式影像测量仪的产品分类与型号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、

运输和贮存。

本文件适用于集成非接触光学影像测量与接触式探针测量功能的复合式影像测量仪。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本

文件。

GB/T 191 包装储运图形符号标志

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限（AQL）检索的逐批检验抽样计划

GB 4793.1 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 24762 产品几何技术规范（GPS） 影像测量仪的验收检测和复检检测

GB/T 42554 计量器具环境试验的通用要求

JJF 1318 影像测量仪校准规范

3 术语和定义

GB/T 24762界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

复合式影像测量仪 compound image measuring instruments
集成高清光学影像非接触测量、高精度接触式探针测量双重功能，可实现工件二维轮廓尺寸、

三维高度及形位公差一体化检测的精密几何量测量仪器。

3.2

示值误差 indicated error
测量仪显示的测量值与标准器真值的差值，是判定设备测量精度的核心指标。

3.3

测量重复性 measurement repeatability
相同测量条件下，对同一标准测点连续多次测量所得测量结果的一致性程度，用多次测量结果

的最大偏差值表征。

3.4

探测误差 detection error
测量仪对标准几何元素中心点、轮廓边缘点的探测定位最大允许误差，反映设备点位捕捉精度。

4 产品分类与型号
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4.1 产品分类

按照设备测量行程与精度等级，将复合式影像测量仪分为三类，具体分类参数应符合表1规定。

表1 产品分类及基础参数

设备类型 XY 有效测量行程（mm） Z有效测量行程（mm） 精度等级 适用场景

小型精密型 0～200×100 0～100 A 级 微小精密零件、电子元器件、精密端子检测

中型通用型 0～300×200 0～150 B 级 常规模具配件、五金零件、塑胶件检测

大型工业型 0～500×400 0～200 C 级 大型模具、钣金件、大型结构件检测

4.2 型号

测量仪型号编制遵循行业通用规则，编制格式为FY-行程-精度等级，其中FY：复合式影像测量仪代

号；行程：以XY轴最大行程数值表示（单位：mm）；精度等级：A、B、C三级。
示例：FY-300-A表示XY行程300mm、A级精度小型精密复合式影像测量仪。

5 技术要求

5.1 工作环境要求

测量仪正常工作应满足GB/T 42554规定的实验室环境条件，具体参数如下：

1）环境温度：18℃～26℃，工作期间温度波动速率不应大于1℃/h；

2）相对湿度：45% RH～75% RH，无凝露；

3）供电电源：AC220 V±10%，50Hz±1Hz，接地电阻≤4Ω；

4）工作环境：无强振动、无强电磁干扰、无粉尘及腐蚀性气体。

5.2 精度性能要求

测量仪的核心测量精度指标应符合GB/T 24762、JJF 1318规范要求，不同等级设备的精度限值应符

合表2规定，所有数值为最大允许误差。

表2 测量精度技术指标

检测项目 符号 A 级设备 B级设备 C级设备

XY轴示值误差 EXY ≤(1.5+L/100)μm ≤(2.5+L/100)μm ≤(3.5+L/100)μm

Z 轴示值误差 EZ ≤(2.0+L/80)μm ≤(3.0+L/80)μm ≤(4.0+L/80)μm

XY 轴测量重复性 RXY ≤1.0μm ≤1.5μm ≤2.0μm

Z 轴测量重复性 RZ ≤1.5μm ≤2.0μm ≤2.5μm

点位探测最大允许误差 MPEP ≤2.0μm ≤3.0μm ≤4.0μm

注：L为实际测量长度，单位为 mm。

5.3 结构与硬件要求

5.3.1 设备机架应采用天然花岗岩材质，工作面平面度偏差不应大于3μm/m，结构稳定、不易变形，具

备良好的抗震性。

5.3.2 运动导轨采用精密线性导轨，全程运动平稳，无卡顿、无偏移，定位响应速度应不低于50mm/s。

5.3.3 影像系统配置高清工业CCD相机，像素不低于2000万，镜头为连续变倍光学镜头，变倍范围0.7

×～4.5×，成像清晰、无畸变。

5.3.4 接触式探针采用高精度红宝石探针，探针球径精度±0.5μm，可实现三维触点精准采集。

5.3.5 设备配备环形无影光源、底光光源，光源亮度可无级调节，满足不同材质、不同表面工件的成像

检测需求。

5.4 软件系统要求
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5.4.1 测量软件应具备二维尺寸测量、三维高度测量、形位公差评定、数据自动保存、报表导出功能，

支持DXF文件比对。

5.4.2 软件测量算法应符合GPS几何规范，自动寻边、自动取点功能精准，无明显识别偏差。

5.4.3 系统具备误差自动补偿功能，可对行程偏差、垂直度、平行度进行系统校准补偿。

5.4.4 软件操作界面简洁规范，具备权限管理、数据溯源、异常报警功能。

5.5 安全性能要求

5.5.1 设备电气安全应符合GB 4793.1要求，绝缘电阻≥2MΩ，耐压试验无击穿、无闪络现象。

5.5.2 设备具备过载保护、限位保护、急停制动功能，运动轴超行程时可自动停机报警。

5.5.3 光源、电路无漏电、过热现象，设备运行噪音不应大于60dB。

5.6 稳定性要求

测量仪连续不间断运行8h后，各项精度指标波动量不应超过表3对应限值的20%，设备无死机、卡顿、

数据漂移等故障。

6 试验方法

6.1 试验条件

所有性能试验均在5.1规定的标准环境条件下进行，试验前设备通电预热30min，完成基准校准，试

验所用标准器均经计量检定合格且在有效期内。

6.2 精度性能试验

6.2.1 示值误差试验

应按照GB/T 24762的规定，采用标准玻璃线纹尺、高度量块分别检测XY轴、Z轴示值误差：

a）XY轴：在测量行程内均匀选取5个检测点位，分别测量标准尺刻度值，记录实测值与真值的差值，

取全部差值的最大值作为EXY；

b）Z轴：选取3个不同高度量程，使用标准量块检测，记录实测差值，取全部差值的最大值作为EZ。

6.2.2 重复性试验

对同一标准测点连续重复测量10次，剔除异常数据后，计算测量结果的最大极差，分别作为RXY、RZ

的判定依据。

6.2.3 探测误差试验

采用标准圆形校准片，均匀选取8个轮廓点位进行探测测量，计算各点位实测坐标与标准坐标的最

大偏差，即为MPEP值。

6.3 结构与硬件检测

目视检查设备机架、导轨、光源、相机、探针外观及结构完整性，采用转速仪、亮度测试仪检测运

动速度、光源调节性能。

6.4 软件功能测试

逐项操作软件测量、数据存储、报表导出、误差补偿、报警功能，验证各项功能运行是否正常。

6.5 安全性能试验

应按照GB 4793.1的规定，采用绝缘电阻测试仪、耐压测试仪检测电气安全性能，人工触发超行程、

过载工况，验证保护功能有效性，检测运行噪音是否符合限值要求。

6.6 稳定性试验

设备满载连续运行8h，每1h抽检一次核心精度指标，统计精度波动范围，验证设备稳定性是否达标。

7 检验规则
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7.1 检验分类

本文件规定检验分为出厂检验和型式检验两类。

7.2 出厂检验

7.2.1 每台设备出厂前均应进行出厂检验，检验合格并出具合格证书后方可出厂。

7.2.2 出厂检验项目应包括外观结构、软件功能、电气安全、示值误差、测量重复性。

7.2.3 抽样方式为逐台全检，所有项目全部合格判定为出厂合格，单项不合格立即返修复检，复检仍不

合格判定为不合格品。

7.3 型式检验

7.3.1 检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

a）新产品定型、批量投产前；

b）产品结构、核心部件、生产工艺发生重大变更时；

c）连续生产满2年；

d）国家质量监督部门提出型式检验要求时。

7.3.2 检验项目

型式检验项目为本文件第5章规定的全部技术要求。

7.3.3 抽样规则

应按照GB/T 2828.1的规定，从出厂检验合格产品中随机抽取进行全项检测。

7.3.4 判定规则

所有样机所有项目全部合格，则型式检验合格；若出现1台样机单项不合格，加倍抽样复检，复检

合格则判定合格，仍不合格则判定型式检验不合格，暂停批量生产。

8 标志、包装、运输和贮存

8.1 标志

每台设备应在醒目位置固定永久性铭牌，铭牌内容清晰、耐磨、不易脱落，包含以下信息：

a）产品名称、型号；

b）生产厂家、厂址、联系方式；

c）设备精度等级、测量行程；

d）生产日期、产品编号；

e）执行标准编号。

8.2 包装

设备包装符合GB/T 13384要求，采用实木防震包装箱，内部填充防震泡沫、防水保护膜，做好防尘、

防潮、防震、防锈防护。包装箱外标注产品型号、重量、易碎、防潮、向上等警示标识，符合GB/T 191

的相关规定。

8.3 运输

设备运输过程中应避免剧烈颠簸、挤压、暴晒、雨淋，装卸轻拿轻放，严禁倒置、翻滚，全程保持

箱体平稳。

8.4 贮存

设备应贮存于干燥、通风、无腐蚀气体的室内仓库，贮存环境温度0℃～40℃，相对湿度≤80% RH，

设备堆放高度不超过2层，避免重压变形，贮存期内定期检查防潮、防锈状态。

_________________________________
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